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(57) Abstract

The invention relates to a chip 1
card module (1) comprising a sup-
porting plate (2) which has a first con-
tact plane (3) and a semiconductor
chip (4) and electrically conductive
connections (5) between the semicon-
ductor chip and the first contact plane.
Apart from the first contact plane,
the chip card module has, on the
reverse side of the supporting plate

(2), another connection plane (6) also
L.__.-————-\—

electrically connected to the semicon-

ductor chip (4). The other connec-
tion plane may be used, for exam-
ple, for turning on a built-in induc-
tion coil inside the chip body for

non-contacting data transfer. The in- 2

vention relates also to a combined
chip card for contacting and non-
contacting data transfer, which con-
tains said chip card module (1), and
manufacturing thereof.




(57) Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft einen Chipkarten-Modul (1), welcher einen Triger (2) mit einer ersten Kontaktebene (3) und einem
Halbleiterchip (4) sowie elekirisch leitfdhigen Verbindungen (5) zwischen Halbleiterchip und erster Kontaktebene umfaBt. Zusitzlich
zur ersten Kontaktebene weist der Chipkarten-Modul auf der anderen Seite des 'I'rigers (2) eine weitere AnschluBebene (6) auf, die
ebenfalls elektrisch leitend mit dem Halbleiterchip (4) verbunden ist. Die weitere AnschluBebene (6) kann beispielsweise zur Kontaktierung
einer in einen Kartenkdrper integrierten Induktionsspule fiir die kontaktlose Datentibertragung dienen. Weiterhin betrifft die Erfindung
eine Kombikarte filr die kontaktlose und kontaktbehaftete Dateniibertragung, welche den erfindungsgemiBen Chipkarten-Modul (1) umfafBt,
sowie Verfahren zur Herstellung des Chipkarten-Moduls und der Kombikarte.
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Beschreibung

Chipkarten-Modul, diesen enthaltende Kombi-Chipkarte und
Verfahren zu deren Herstellung

Die Erfindung betrifft einen Chipkarten-Modul, eine diesen
enthaltende Kombi-Chipkarte und Verfahren zu deren Herstel-

lung.

Unter Kombi-Chipkarte (oder kurz Kombikarte) soll im folgen-
den eine Chipkarte verstanden werden, bei der Daten und In-
formationen sowohl auf herkémmliche Weise durch Abgreifen
galvanischer Kontakte als auch kontaktlos auf induktivem Wege
mit einem Kartenlese-/-schreibgerat ausgetauscht werden
kénnen.

Derartige Kombikarten koénnen beispielsweise als Kleingeld-
bdérse oder zur Personenzugangskontrolle mit Registrierung

verwendet werden.

Fir die herkdémmliche, sogenannte kontaktbehaftete, Datenlber-
tragung weisen Chipkarten an einer ihrer Oberfldchen Kontakt-
flachen auf, die Ublicherweise den I1SO-Standards 7810 oder
7816 entsprechen, und die mittels elektrischen Abhebekontak-
tes abgelesen werden. Die Kontaktfldchen fir die kontaktbe-
haftete Datenibertragung werden im folgenden allgemein als
erste Kontaktebene oder vereinfacht als ISO-Kontaktflachen
bezeichnet.

Fir die Datenlbertragung auf induktivem Wege ist in die Chip-
karte eine Antenne integriert. Ublicherweise wird eine elek-
trische Spule in von aufen nicht sichtbarer Weise in dem

- Chipkartenkdérper angeordnet. Geeignet sind beispielsweise

Spulen mit einer Trdgerfrequenz in einem offenen Industrie-
band, z.B. 13,56 MHz.
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Die Erfindung wird nachfolgend am Beispiel einer elektrischen
Spule beschrieben, ohne auf diese spezielle Ausgestaltung
einer Antenne beschrankt zu sein. Der erfindungsgemédfe Chip-
karten- (CC-)Modul eignet sich dartuber hinaus grundsdtzlich
auch zur Kontaktierung anderer zu kontaktierender Elemente
einer Chipkarte.

Sollen in einer Chipkarte beide oben beschriebenen Datenuber-
tragungssysteme kombiniert werden, ist es notwendig, vom
Halbleiterchip elektrisch leitende Verbindungen sowohl zu den
ISO-Kontakten als auch zur Spule zu schaffen.

Die Herstellung der ISO-Kontakte erfolgt in der Regel derart,
daR zundchst ein Chipkarten-Modul hergestellt wird, der dann
in eine Ausnehmung im Kartentriger eingesetzt (implantiert)
wird. Der Chipkarten-Modul besteht aus einem flexiblen Tra-
germaterial, beispielsweise einer glasfaserverstarkten Epo-
xidfolie, auf deren einer Seite der Halbleiterchip angeordnet
ist und auf der anderen Seite die ISO-Kontaktflachen. Letzte-
re bestehen im allgemeinen aus einer Kupferschicht mit einer
Oberflachenveredelung aus einer Nickelschicht und einer Gold-
schicht. Die ISO-Kontaktflédchen und der Halbleiterchip sind
durch Ausnehmungen in der Modul-Trégerfolie mit Bonddrahten
leitend verbunden.

Theoretisch ware es denkbar, die weiteren fir die elektrische
Kontaktierung der Spule benétigten Anschlisse auf die ISO-
Kontaktflichen zu legen, die ISO-Kontaktflachen also um zwei
zusdtzliche Felder zu erweitern.

Eine derartige Anordnung hatte jedoch den Nachteil, daf die
Anschlufstellen an der Oberflache der Chipkarte zu liegen
kamen und dadurch Stéreinfliissen und Manipulationen zugang-
lich waren. Durch Berihrung der Kontaktfldchen und/oder
physikalische Kontakte mit metallischen Gegenstdnden und
dadurch ausgeldste Kurzschlisse kann es beispielsweise zu
Verschiebungen der Eigenfrequenz kommen. Betriebsstérungen
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3
oder vbllige Funktionsausfdlle waren die Folge. Um derartige
stérungen und Manipulationen der induktiv zu Ubertragenden
Information auszuschliefen, muften also andere Wege der
Kontaktierung zwischen Halbleiterchip und Spule gefunden

werden.

Au fgabe der Erfindung war es, einen CC-Modul zu
schaffen, der es erlaubt, eine Antenne (Induktionsspule) oder
sonstige zu kontaktierende Bestandteile einer Chipkarte auf
einfache und kostenglinstige Weise anzuschliefen und dabei den
EinfluR von Stdrungen oder Manipulationen auf die Aﬁschlﬁsse
weitgehend auszuschliefen. Der CC-Modul sollte sich auRerdem
unter Verwendung herkémmlicher Verfahren in einen Kartenkor-

per implantieren lassen.

Die Losung dieser Aufgabe gelingt mit dem CC-Modul gemaffs An-
spruch 1 sowie einem Verfahren zu dessen Herstellung gemaf
Anspruch 12. Weiterhin betrifft die Erfindung eine Kombikarte
gemdf Anspruch 18, die den erfindungsgemdfen CC-Modul umfaft,
und ein Verfahren zu ihrer Herstellung gemaff Anspruch 19.
Vorteilhafte Weiterbildungen und Ausgestaltungen ergeben sich

aus den Unteranspruchen.

DemgemiR betrifft die Erfindung einen CC-Modul, der einen
Trager und auf diesem angeordnet eine erste Kontaktebene
(ISO-Kontaktflachen) und einen Halbleiterchip umfaft. Der CC-
Modul kann auf herkémmliche Weise aufgebaut sein. Beispiels-
weise kann es sich bei dem Tradger um eine Kunststoff-Folie,
insbesondere eine glasfaserverstdrkte Epoxidfolie, handeln,
die Ausnehmungen fir den Halbleiterchip und flir die Bonddrah-
te aufweist, mit denen der Halbleiterchip mit der ersten
Kontaktebene (ISO-Kontaktfl&chen) verbunden wird. Die ISO-
Kontaktfldchen koénnen aus einer Kupferschicht bestehen, die
mit Schichten aus Nickel und Gold dberzogen ist. Die Kontakt-
flachen entsprechen Ublicherweise den Standards ISO 7810 oder
7816.
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Erfindungsgemif weist der CC-Modul eine weitere Anschlufebene
auf, die auf der der ersten Kontaktebene gegeniberliegenden
Seite des Modultragers angeordnet ist. Die zusdtzliche An-
schluBebene liegt also in der Regel auf derselben Seite des
Tragers wie der Halbleiterchip. Die weitere Anschlufiebene be-
steht zweckméfig aus Metall. Um ihr dieselbe Bondféhigkeit zu
verleihen wie die erste Kontaktebene, ist sie bevorzugt
genauso aufgebaut wie diese. Beispielsweise besteht sie also
aus einer Kupferschicht, die mit Schichten aus Nickel und
Gold uberzogen ist.

Die weitere Anschlufebene ist strukturiert, um die bendtigte
Zahl von Anschlufstellen zur Induktionsspule oder sonstigen
zu kontaktierenden Bestandteilen einer Chipkarte zu schaffen.

Bevorzugt erfolgt die Strukturierung der weiteren Anschluf-
ebene durch Stanzen oder &ahnliches und zwar insbesondere
gleichzeitig mit dem Stanzen der Ausnehmung fir den Halblei-
terchip, der Durchbriche fur die Bonddrahte und der Trans-
portdffnungen in den Modultrédger. Auf diese Weise laRt sich
die Herstellung der weiteren Anschlufebene stark verein-
fachen.

Bevorzugt wird also die weitere Anschluflebene oder zumindest
deren Basisschicht noch vor der Strukturierung des Modultra-
gers auf diesen aufgebracht. Besteht die weitere Anschlufebe-
ne aus einer Schichtfolge Cu-Ni-Au, wird beispielsweise zu-
niachst ein Kupferstreifen auf eine Seite des Modultréagers,
vorzugsweise mittig, auflaminiert. Danach erfolgt die Struk-
turierung des Modultrdgers durch Stanzen oder ahnliches.
AnschlieRend werden die Nickel- und Goldschicht aufgalvani-
siert. Besonders bevorzugt wird die Galvanisierung gleich-
zeitig mit der galvanischen Beschichtung der ISO-Kontakt-
flachen (der ersten Kontaktebene) durchgefihrt, die sich auf
der anderen Seite des Modultrigers befinden. Anschliefend
wird der Halbleiterchip auf an sich bekannte Weise auf dem
CC-Modul befestigt. Dann werden die elektrisch leitenden
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Verbindungen zu der ersten AnschluRebene (den ISO-Kontakt-
flachen) und den zusdtzlichen Anschlufstellen der weiteren
AnschluBebene auf (bliche Weise hergestellt, z.B. unter
Verwendung von Bonddrdhten aus Gold.

Falls gewiinscht, kann zum Schutz des Halbleiterchips auf dem
CC-Modul ein den Halbleiterchip umgebender Stitzring ange-
bracht werden. ZweckmaRig dient dieser Stitzring gleichzeitig
als laterale Begrenzung fir die den Chip abdeckende Kunst-
stoffmasse. Bevorzugt besteht der Stitzring aus einem feder-
elastischen Material, z.B. aus Metall und insbesondere aus
Kupfer. Um Kurzschlisse zwischen dem Stitzring und der wei-
teren Anschlufebene zu vermeiden, wird zwischen beiden zweck-
maRig ein Dielektrikum angeordnet. Das Dielektrikum kann bei-
spielsweise der Klebstoff sein, mit dem der Stlitzring am
Modul befestigt wird. Vorzugsweise wird ein druckempfind-

licher Klebstoff verwendet.

Der erfindungsgeméfe CC-Modul (mit oder ohne Stitzring) kann
auf an sich bekannte Weise unter Verwendung herkémmlicher
Verfahren in den Kartenkdrper der Chipkarte implantiert
werden. Beispielsweise wird in den Kartenkdérper, ublicherwei-
se eine Kunststoff-Folie, z.B. aus Polycarbonat, eine Kavitat
gefrist, deren Form und Grofe dem zu implantierenden CC-Modul
entspricht. Der CC-Modul wird in diese Kavitat Ublicherweise
unter Verwendung eines HeiR- oder Schmelz-Klebstoffs einge-
klebt (sogenanntes Hotmelt-Verfahren).

Erfindungsgemif besonders bevorzugt ist es, wenn die Antenne
(Induktionsspule), die mit der zusdtzlichen Anschlufebene des
erfindungsgemdfen CC-Moduls verbunden werden soll, im Karten-
trager integriert oder auf diesem angeordnet ist. Ist die
Induktionsspule eine Spule aus Kupferdraht, der von aufien
nicht sichtbar in den Kartenkdérper eingelassen ist, werden
die AnschlufRstellen vor dem Implantieren des erfindungsge-
maRen CC-Moduls beispielsweise durch Frdsen der Kartenkor-
peroberfliche freigelegt. Besonders bevorzugt erfolgt die
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Freilegung der Anschlufstellen gleichzeitig mit dem Frasen
der Kavitat fir den CC-Modul.

Die elektrisch leitenden Verbindungen zwischen der weiteren
AnschlufRebene des CC-Moduls und den Anschlissen der Indukti-
onsspule werden entweder durch Aufbringen von Weichlot oder
mit Hilfe eines anisotrop leitenden Klebstoffs hergestellt.

Die Erfindung soll im folgenden unter Bezugnahme auf eine
Zeichnung naher erldutert werden. Dabei zeigen

Fig. 1 schematisch einen Querschnitt durch einen
erfindungsgemafen CC-Modul;

Fig. 2 schematisch einen Kartenkdérper zur Aufnahme des
erfindungsgemdfen CC-Moduls in Draufsicht und

Fig. 3 schematisch einen Querschnitt durch den
Kartenkdrper gema® Fig. 2 entlang der Linie A-A.

Im einzelnen zeigt Fig. 1 ein Beispiel eines erfindungsge-
midRen CC-Moduls 1 mit einem Modultrager 2, der beispielsweise
aus einer Kunststoffolie wie glasfaserverstarkter Epoxidfolie
bestehen kann. Auf der unteren Seite des Trdgers 2 ist eine
erste Kontaktebene 3 mittels eines Klebstoffs 7 auflaminiert.
Die erste Kontaktebene besteht Ublicherweise aus Kontaktfléa-
chen, die den ISO-Standards 7810 oder 7816 entsprechen. Die
Kontaktflachen selbst kénnen beispielsweise aus einer mit
Schichten aus Nickel und Gold lberzogenen Kupferfolie beste-
hen.

auf der der ersten Kontaktebene 3 gegeniiberliegenden Seite
des Tragers 2 ist erfindungsgemdf eine weitere Anschlufebene
6 angeordnet, die beispielsweise aus Metall und insbesondere
aus einer mit Klebstoff 7 auflaminierten nickel- und goldbe-
schichteten Kupferfolie besteht. Die weitere Anschlufebene
umfaflt eine rechte und eine linke Anschluflstelle.
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In einer Ausnehmung des Tragers 2 ist ein Halbleiterchip 4
angeordnet, der mit der ersten Kontaktebene 3 und der wei-
teren AnschluRebene 6 elektrisch leitend verbunden ist. Im
vorliegenden Fall sind nur die Verbindungen 5 zur ersten
Kontaktebene 3 gezeigt, die mit Bonddrahten, zum Beispiel aus
Gold, hergestellt und durch weitere Durchbriiche im Trager 2
gefiihrt sind. Die nicht gezeigten Verbindungen von Halblei-
terchip und weiterer AnschluRebene 6 (d.h. rechter und linker
anschluRstelle) kénnen auf gleiche Weise wie zur ersten Kon-
taktebene 3 erzielt werden, also beispielsweise ebenfalls mit
Bonddréahten.

Zum Schutz des Halbleiterchips 4 ist auf der weiteren An-
schluRebene 6 ein Stiitzring 8 angebracht, der den Halbleiter-
chip umschlieft. Der Stitzring 8 besteht zweckmdfig aus einem
federelastischen Material und insbesondere aus Metall, bei-
spielsweise aus Kupfer. Um Kurzschlusse zwischen den An-
schluRstellen der weiteren AnschluRebene 6 und dem Stitzring
8 zu verhindern, ist zwischen weiterer Anschlufiebene und
Stiitzring ein Dielektrikum 9 eingefigt. Bevorzugt wird der
stiutzring 8 aufgeklebt. Dabei dient der Klebstoff zweckmaBig
als Dielektrikum. Besonders bevorzugt wird ein druckempfind-
licher Klebstoff verwendet.

Der Stitzring 8 kann gleichzeitig auch als laterale Begren-
zung fir die Kunststoffmasse 10, zum Beispiel Silikonlack
oder Epoxidharz, dienen, mit der der Halbleiterchip 4 abge-
deckt ist.

Besonders zweckmaffig laRt sich der erfindungsgemdRe CC-Modul

1 mit Hilfe eines Verfahrens herstellen, das die folgenden

Schritte umfait:

- Auflaminieren eines Metallstreifens in L&ngsrichtung auf
eine erste Seite eines Modultragerbands als weitere An-
schluRebene (6),
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- Strukturieren des Metallstreifens zu einzelnen Anschluf-
stellen der weiteren Anschlufebene (6),

- Auflaminieren einer Metallfolie auf die andere Seite des
Modultragerbandes und Strukturieren der ersten Kontaktebene
(3),

- Strukturieren des Modultridgerbandes durch Einbringen von
Durchbriichen fiir den Halbleiterchip (4) und/oder fir elek-
trisch leitfahige Verbindungen (5),

- gegebenenfalls galvanisches Beschichten der ersten Kon-
taktebene (3) und/oder der weiteren Anschlufebene (6},

- gegebenenfalls Anbringen eines Stitzringes (8) auf der
weiteren Anschlufebene (6),

- Montieren der Halbleiterchips (4) und Kontaktieren (5) mit
erster Kontaktebene (3) und weiterer Anschlufebene (6),

- Umhiillen der Halbleiterchips (4) mit Kunststoff und

- Vereinzeln der Chipkarten-Module (1).

Die obigen Schritte missen nicht in der angegebenen Reihen-
folge durchgefiihrt werden. Vorteilhaft ist es jedoch, wenn
zunachst ein Kupferstreifen, der beispielsweise eine Breite
von 200 um bis 1 mm besitzen kann, im wesentlichen mittig und
in Langsrichtung auf das Modultrdgerband auflaminiert wird.

Der Ausdruck "Modultradgerband" bezieht sich in diesem Zusam-
menhang auf eine Tragerfolie fir eine Reihe aufeinanderfol-
gender Moduleinheiten. Bei im wesentlichen mittiger Anordnung
des Metallstreifens befindet sich dieser also auch im ferti-
gen Modul im wesentlichen in dessen Mittelbereich. Diese
Definition schlieft jedoch auch Tragerfolien grdferer Breite
ein, auf denen beispielsweise mehrere Reihen von Modulein-
heiten parallel zueinander Platz finden. In einem solchen
Fall wird pro Modulreihe ein Metallstreifen auflaminiert.

Nach Aufbringen des Metallstreifens kann dieser in einem an-
schlieBenden Schritt strukturiert werden, so daR einzelne An-
schlufRstellen erhalten werden. Das Strukturieren kann zweck-
maRig durch Einstanzen von Trennfldchen in das Metallband
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9
erfolgen. Es konnen grundsatzlich jedoch auch alle ublicher-
weise zum Strukturieren von Metallflachen verwendeten Ver-
fahren eingesetzt werden, SO beispielsweise diejenigen zur
strukturierung der ISO-Kontaktflachen. Besonders zweckmifig
erfolgt die Strukturierung gleichzeitig mit der Strukturie-
rung des Modultragers 2. Durch Einstanzen der Ausnehmungen
fiir den Halbleiterchip 4, der Durchbruche fir die Bonddrahte
5 zur Kontaktierung des Halbleiterchips mit der ersten Kon-
taktebene und fiir die Transportoffnungen entstehen in der
weiteren AnschluRebene gleichzeitig Trennflachen und damit
isolierte Anschlufistellen.

Das Aufbringen der ersten Kontaktebene geschieht auf an sich
pekannte Weise. Es kann grundsdtzlich vor oder nach dem Auf-
laminieren der weiteren Anschlufebene erfolgen, vorzugsweise
jedoch anschliefend an das Auflaminieren der Basisschicht der
weiteren Anschlufebene, bei einer Metallisierungschicht Cu-
Ni-Au also nach Auflaminieren der Kupferschicht.

Um eine gleiche Bondfahigkeit der ersten und zweiten Kon-
taktebene zu erreichen, kann die weitere Anschlufebene eben-
falls oberflachenveredelt werden, beispielsweise durch galva-
nisches Beschichten mit Nickel und Gold. ZweckmaRig erfolgt
die galvanische Beschichtung nach der Strukturierung und
insbesondere gemeinsam mit der galvanischen Beschichtung der

ersten Kontaktebene.

anschlieRend kann zum Schutz des Halbleiterchips noch ein
Stutzring 8 aufgebracht werden, zweckmdRig durch Aufkleben
mit einem druckempfindlichen Klebstoff.

Das Umhiillen des Halbleiterchips 4 mit Kunststoff 10
geschieht auf lbliche Weise. Der Stitzring 8 kann dabei als
laterale Begrenzung der Kunststoffmasse dienen.
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Die Erfindung betrifft weiterhin eine Kombikarte fur die
kontaktlose und kontaktbehaftete Datenibertragung, welche
einen erfindungsgemafen CC-Modul 1 umfaft.

Der erfindungsgemdfe CC-Modul hat den Vorteil, daR er nicht
nur unter Verwendung herkémmlicher Verfahrensschritte herge-
stellt, sondern auch auf Ubliche Weise in den Kartenkorper
implantiert werden kann.

Es wird also auf bekannte Weise eine Kavitdt im Kartenkérper,
iblicherweise einer Kunststoffolie aus Polycarbonat; erzeugt,
deren Form und GroéfRe dem zu implantierenden CC-Modul angepafst
ist. Der CC-Modul kann unter Verwendung des weitverbreiteten
Hotmelt-Verfahrens implantiert werden. Zur Herstellung der
elektrisch leitenden Verbindung zwischen den Anschlufistellen
der weiteren AnschluRebene 6 des CC-Moduls 1 und einer in den
Kartenkdrper integrierten Antenne, beispielsweise einer ver-
senkten Kupferdrahtspule, oder allgemein einem Mittel zur
kontaktlosen Datenubertragung, wird gemdfs dem erfindungsge-
miRen Verfahren so vorgegangen, daf in der Kavitdt, die den
CC-Modul aufnehmen soll, Anschlufistellen freigelegt werden.
Besonders bevorzugt werden die Anschlufstellen gleichzeitig
mit dem Frdsen der Kavitdt freigelegt. Zu diesem Zweck kann
die Kavitdt beispielsweise ein treppenfoérmiges Profil er-
halten, wie dies in Figuren 2 und 3 angedeutet ist.

Fig. 2 zeigt einen Kartenkdrper 12 mit einer Kavitat 13, in
der zwei Anschlufstellen der Antenne 11 freigelegt sind. In
Fig. 3 ist ein Schnitt entlang der Linie A-A in Fig. 2 abge-
bildet, worin das treppenférmige Profil der Kavitat 13 zu
erkennen ist. Beim Implantieren kommt die erste Kontaktebene
3 des CC-Moduls oben zu liegen, und die Anschlufistellen der
weiteren Anschlufiebene 6 liegen auf den freigefrasten An-
schlufstellen der Antenne 11 auf.

Die elektrisch leitende Verbindung in diesem Bereich kommt
beispielsweise dadurch zustande, da im Bereich der Anschluf-
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stellen Weichlot oder ein anisotrop leitender Klebstoff
aufgebracht wird. Um im Hotmelt-Verfahren einsetzbar zu sein,
besitzt das Weichlot zweckmifig einen Erweichungspunkt im

Bereich von etwa 110°C.

Der erfindungsgemidfRe CC-Modul ist einfach' herstellbar und
weist zusadtzlich zu einer ersten Kontaktebene (ISO-Kontakt -
flachen) eine weitere Anschlufebene auf, die gegen Stoérungen
und Manipulationen von aufen gesichert ist. Der CC-Modul kann
nicht nur unter Verwendung herkémmlicher Verfahrensschritte
hergestellt, sondern auch unter Verwendung gangiger Verfahren
in einen Kartenkdrper implantiert werden, SO daf auch die
Herstellung von Chipkarten auf einfache und kostenginstige

Weise mdglich ist.
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Patentanspriche

1. Chipkarten-Modul (1), welcher einen Trager (2) mit einer
ersten Kontaktebene (3) und einem Halbleiterchip (4) sowie
elektrisch leitfahigen Verbindungen (5) zwischen Halbleiter-
chip und erster Kontaktebene umfaft,

dadurch gekennzeichnet,

daR auf der der ersten Kontaktebene (3) gegeniberliegenden
Seite des Tragers (2) eine weitere Anschlufebene (6) ange-
ordnet und mit dem Halbleiterchip (4) elektrisch leitend
verbunden ist.

2. Chipkarten-Modul gemdf Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daR die Anschlufebene (6) auflaminiert (7) ist.

3. Chipkarten-Modul gemif einem der Anspruche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,

daR die weitere Anschlufebene (6) aus Metall und insbesondere
aus Kupfer besteht.

4. Chipkarten-Modul gemdf Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

daR das Kupfer mit einer galvanischen Beschichtung aus
Nickel, gefolgt von einer galvanischen Beschichtung aus Gold
versehen ist.

5. Chipkarten-Modul gemif einem der Anspruche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet,

daR die weitere Anschlufebene (6) zwei Anschlufstellen zur
Verbindung mit einer Antenne (11), insbesondere einer
Induktionsspule, fir die induktive Dateniibertragung aufweist.

6. Chipkarten-Modul gemif einem der Anspriche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet,
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daR die erste Kontaktebene (3) von ISO-Kontaktflachen
gebildet wird.

7. Chipkarten-Modul gemaf einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daf im Bereich um den Halbleiterchip (4) ein Stlitzring (8)

angeordnet ist.

8. Chipkarten-Modul gemadf Anspruch 7,

dadurch gekennzeichnet,

daR der Stitzring (8) aus einem federelastischen Material wie
Metall und insbesondere Kupfer besteht.

9. Chipkarten-Modul gemdf Anspruch 7 oder 8,
dadurch gekennzeichnet,
daR der Stiitzring (8) auf der weiteren Anschlufebene (6)

angeordnet ist.

10. Chipkarten-Modul gemdf Anspruch 9,

dadurch gekennzeichnet,

daR zwischen Stlitzring (8) und weiterer Anschlufebene (6) ein
Dielektrikum (9) angeordnet ist.

11. Chipkarten-Modul gemdf Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet,

daR das Dielektrikum (9) aus Klebstoff und insbesondere aus
druckempfindlichem Klebstoff besteht.

12 . Verfahren zur Herstellung eines Chipkarten-Moduls (1) ge-

miR einem der Anspriche 1 bis 11,

dadurch gekennzeichnet,

daR es, unabhdngig von deren Reihenfolge, die folgenden

Schritte umfaft:

- Auflaminieren eines Metallstreifens in Langsrichtung auf
eine erste Seite eines Modultrdgerbands als weitere
Anschlufebene (6),
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-  Strukturieren des Metallstreifens zu einzelnen Anschluf-
stellen der weiteren Anschlufiebene (6),

- Auflaminieren einer Metallfolie auf die andere Seite des
Modultragerbandes und Strukturieren der ersten Kontakt-
ebene (3),

-  Strukturieren des Modultragerbandes durch Einbringen von
Durchbriichen fiir den Halbleiterchip (4) und/oder fur
elektrisch leitféhige Verbindungen (5),

- gegebenenfalls galvanisches Beschichten der ersten Kon-
taktebene (3) und/oder der weiteren Anschlufebene (6},

- gegebenenfalls Anbringen eines Stutzringes (8) auf der
weiteren AnschluBebene (6),

- Montieren der Halbleiterchips (4) und Kontaktieren (5) mit
erster Kontaktebene (3) und weiterer AnschluRebene (6),

- Umhiillen der Halbleiterchips (4) mit Kunststoff und

- Vereinzeln der Chipkarten-Module (1).

13. Verfahren gemdf Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet,

daR der Metallstreifen im wesentlichen mittig auf eine erste
Seite des Metalltridgerbandes auflaminiert wird.

14. Verfahren gem&f einem der Anspruche 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet,

daR das Auflaminieren des Metallstreifens fir die weitere
Anschlufebene (6) und dessen Strukturierung zu einzelnen
Anschlufistellen vor dem Auflaminieren und Strukturieren der
ersten Kontaktebene (3) erfolgt.

15. Verfahren gemdf einem der Anspriche 12 bis 14,
dadurch gekennzeichnet,

daR das Strukturieren der weiteren Anschlufebene (6) gemein-
sam mit dem Strukturieren des Metalltrdgerbandes erfolgt.

16. Verfahren gemdf einem der Anspriiche 12 bis 15,
dadurch gekennzeichnet,
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daR das galvanische Beschichten von erster Kontaktebene (3)

und weiterer AnschluRebene (6) gemeinsam erfolgt.

17. Verfahren gemif einem der Anspriche 12 bis 16,
dadurch gekennzeilchnet,

daR ein Stitzring (8) auf der weiteren Anschlufebene (6) ins-
pesondere unter Verwendung eines druckempfindlichen Klebstof -
fes (9) aufgeklebt wird.

18. Kombikarte fur die kontaktlose und kontaktbehaftete
Datenibertragung,

dadurch gekennze ichnet,

daR sie einen Chipkarten-Modul (1) gemidf einem der Anspriuche
1 bis 11 umfafiit.

19. Verfahren zur Herstellung einer Kombikarte gemdf Anspruch
18,

dadurch gekennzeilichnet,

daR in einen Kartenkdérper (12), der eine Antenne (11) fur die
kontaktlose Dateniibertragung umfaBt, eine Form und Grdfe des
Chipkarten-Moduls (1) im wesentlichen entsprechende Kavitat
(13) eingebracht und dabei in der Kavitat Anschlufistellen fur
die Antenne (11) freigelegt werden und daB der Chipkarten-
Modul (1) unter Herstellung elektrisch leitender Verbindungen
zwischen den Anschlufstellen der Antenne (11) und der wei-
teren Anschlufebene (6) des Chipkarten-Moduls (1) in die
Kavitat (13) implantiert wird.

20. Verfahren gemdf Anspruch 19,
dadurch gekennzeichnet,
daR die Kavitdt (13) ein treppenfdrmiges Profil aufweist.

21. Verfahren gemidR® einem der Anspriiche 19 oder 20,
dadurch gekennzeichnet,

daR die elektrisch leitenden Verbindungen zwischen Antenne
(11) und Chipkarten-Modul (1) durch Aufbringen von Weichlot
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auf die Anschlufstellen der Antenne (11) und/oder die An-
schluRstellen der weiteren Anschlufebene (6) erzeugt werden.

22. Verfahren gemdf einem der Anspriche 19 oder 20,
dadurch gekennzeichnet,

daRk die elektrisch leitenden Verbindungen zwischen Antenne
(11) und Chipkarten-Modul (1) durch Aufbringen von anisotrop
leitendem Klebstoff auf die Anschlufstellen der Antenne (11)
und/oder die Anschluffstellen der weiteren Anschlufebene (6)

erzeugt werden.
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